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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素電極と、前記画素電極上に発光領域を画定する絶縁層と、前記発光領域に積層され
かつ少なくとも正孔輸送層及び有機発光層の２層を含む有機発光媒体層と、前記有機発光
媒体層を介して前記画素電極に対向する対向電極とからなる有機エレクトロルミネッセン
ス素子の製造方法であって、
　前記発光領域内に、正孔輸送材料を溶媒に溶解または分散させたインキを凸版印刷法に
より凸版の凸部から前記絶縁層の間にある画素電極に印刷して正孔輸送層を形成する工程
を備え、その際、前記凸版の上で前記インキが半乾燥する時間を設けることで、前記イン
キの濃度と粘度を増加させ、ここで、前記半乾燥時間が５～６０秒であり、
　前記印刷が、相対湿度４０～５０％、温度２３～２６℃の条件下において、固形分濃度
が０．５～４．０重量％、粘度が１０～３０ｍＰａ・ｓ、蒸気圧が０．１～２０ｋＰａの
インキを用いて行なわれ、
　前記半乾燥後における前記インキの固形分濃度が５～３０重量％であり、かつ
　前記半乾燥後における前記インキの粘度が３０～１００ｍＰａ・Ｓであることを特徴と
する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
【請求項２】
　画素電極と、前記画素電極上に発光領域を画定する絶縁層と、前記発光領域に積層され
かつ少なくとも正孔輸送層及び有機発光層の２層を含む有機発光媒体層と、前記有機発光
媒体層を介して前記画素電極に対向する対向電極とからなり、両電極から前記有機発光媒
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体層に電流を流すことにより前記有機発光媒体層を発光させる有機エレクトロルミネッセ
ンス素子において、請求項１に記載の製造方法を用いることによって形成されていること
を特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）ディスプレイパネル等に用いられる
有機ＥＬ素子とその製造方法に関し、特に有機発光媒体層を印刷法によって形成する有機
ＥＬ素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
  有機ＥＬ素子は、二つの対向する電極の間に有機発光材料からなる有機発光層が形成さ
れ、有機発光層に電流を流すことで発光させるものであるが、効率よく発光させるには有
機発光層の膜厚が重要であり、１００ｎｍ程度の薄膜にする必要がある。さらに、これを
ディスプレイパネル化するには高精細にパターニングする必要がある。
【０００３】
  有機発光層を形成する有機発光材料には、低分子材料と高分子材料が有り、一般に低分
子材料は真空蒸着法等により薄膜形成し、このときに微細パターンのマスクを用いてパタ
ーニングするが、この方法では基板が大型化すればするほどパターニング精度が出にくい
という問題がある。また、真空中で成膜するためにスループットが悪いという問題がある
。
【０００４】
  そこで、最近では高分子材料を溶剤に溶かして塗工液にし、これをウェットコーティン
グ法で薄膜形成する方法が試みられるようになってきている。高分子材料の塗工液を用い
てウェットコーティング法で有機発光媒体層を形成する場合の層構成は、陽極側から正孔
輸送層、有機発光層と積層する二層構成が一般的である。このとき、有機発光層はカラー
パネル化するために赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれの発光色をもつ有機発光材
料を溶剤中に溶解または安定して分散してなる有機発光インキを用いて塗り分ける必要が
ある。塗り分けの方法としては、オフセット印刷法が提案されている。（例えば特許文献
１参照）。
　また、微細パターンを形成する他の方法としては、凸版印刷法が提案されており、例え
ば特許文献２において、基板上に半導体回路パターンを形成する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００１―９３６６８公報
【特許文献２】特開２００２―２１７２４８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  上記の如き構成の有機ＥＬ素子を有する有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、正孔輸
送層はパターニングせずに、画像形成に関わる部分全体に全面塗布、いわゆるベタ塗りす
る方法が一般的であり、スピンコート法やダイコート法といったコーティング法を用いて
形成されてきた。これは、正孔輸送層の膜厚は一般に１００ｎｍ以下の薄膜であり、層の
横方向へ流れる電流よりも厚み方向へ流れる電流のほうが圧倒的に流れやすく、よって電
極がパターニングされていれば、電流の画素の外へのリークは非常に少ないといわれてい
たためである。
【０００６】
  本発明者等は、ガラス基板上に陽極である画素電極をパターン形成し、画素電極間に絶
縁層をパターン形成し、正孔輸送層をスリットコート法で有機ＥＬ素子の有効面内に全面
塗布し、有機発光層をパターン形成し、陰極層をパターン形成したパッシブマトリックス
タイプの有機ＥＬ素子において、全面塗布された正孔輸送層が絶縁層と画素電極が接する
縁部において厚膜化し、電流が流れにくくなることで、画素端部が画素中心より発光輝度
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が低下していることを確認した。
【０００７】
  本発明は上記のような問題を解決するためになされたもので、正孔輸送層が絶縁層と画
素電極が接する縁部において厚膜化するのを抑制し、発光ムラや輝度低下をなくした均一
性の良い表示を行うことが可能な有機ＥＬ素子の製造方法およびこれにより製造された有
機ＥＬ素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、画素電極と、前記画素電極上に
発光領域を画定する絶縁層と、前記発光領域に積層されかつ少なくとも正孔輸送層及び有
機発光層の２層を含む有機発光媒体層と、前記有機発光媒体層を介して前記画素電極に対
向する対向電極とからなる有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法であって、前記
発光領域内に、正孔輸送材料を溶媒に溶解または分散させたインキを凸版印刷法により凸
版の凸部から前記絶縁層の間にある画素電極に印刷して正孔輸送層を形成する工程を備え
、その際、前記凸版の上で前記インキが半乾燥する時間を設けることで、前記インキの濃
度と粘度を増加させ、ここで、前記半乾燥時間が５～６０秒であり、前記印刷が、相対湿
度４０～５０％、温度２３～２６℃の条件下において、固形分濃度が０．５～４．０重量
％、粘度が１０～３０ｍＰａ・ｓ、蒸気圧が０．１～２０ｋＰａのインキを用いて行なわ
れ、前記半乾燥後における前記インキの固形分濃度が５～３０重量％であり、かつ　前記
半乾燥後における前記インキの粘度が３０～１００ｍＰａ・Ｓであることを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法である。
　請求項２に記載の発明は、画素電極と、前記画素電極上に発光領域を画定する絶縁層と
、前記発光領域に積層されかつ少なくとも正孔輸送層及び有機発光層の２層を含む有機発
光媒体層と、前記有機発光媒体層を介して前記画素電極に対向する対向電極とからなり、
両電極から前記有機発光媒体層に電流を流すことにより前記有機発光媒体層を発光させる
有機エレクトロルミネッセンス素子において、請求項１に記載の製造方法を用いることに
よって形成されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。
【発明の効果】
【００１３】
  本発明の有機ＥＬ素子及びその製造方法によれば、凸版印刷法により正孔輸送インキを
凸版上で半乾燥することで、画素電極に印刷直後のインキの流動を抑制し、絶縁層へのぬ
れ上がりを抑えることができる。絶縁層と画素電極が接する縁部において厚膜化を抑制し
、平坦な正孔輸送層形成が可能なため、発光ムラや輝度低下のない均一性に優れた有機Ｅ
Ｌ素子を得ることができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
  以下、本発明の実施の形態を、パッシブマトリックスタイプの有機ＥＬディスプレイパ
ネルに適用した例について説明する。有機ＥＬ素子の駆動方法としては、パッシブマトリ
ックスタイプとアクティブマトリックスタイプがあるが、本発明の有機ＥＬ素子はパッシ
ブマトリックス方式の有機ＥＬ素子、アクティブマトリックス方式の有機ＥＬ素子のどち
らにも適用可能である。
  パッシブマトリックス方式とはストライプ状の電極を直交させるように対向させ、その
交点を発光させる方式であるのに対し、アクティブマトリックス方式は画素毎にトランジ
スタを形成した、いわゆる薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）基板を用いることにより、画素毎
に独立して発光する方式である。
  図１は本発明の実施の形態による有機ＥＬディスプレイパネルの構造を示す断面図であ
る。
  この有機ＥＬディスプレイパネルにおける有機ＥＬ素子は基板上に形成される。この有
機ＥＬディスプレイパネルが基板側から光を取り出すポトムエミッション方式の有機ＥＬ
素子とする場合には、基板として透明なものを使用する必要があるが、基板と反対側から
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光を取り出すトップエミッション方式の場合は、基板は透光性を有する必要はない。
  基板１としては、ガラス基板やプラスチック製のフィルムまたはシートを用いることが
できる。プラスチック製のフィルムを用いれば、巻取りにより高分子ＥＬ素子の製造が可
能となり、安価にディスプレイパネルを提供できる。また、その場合のプラスチックとし
ては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、シクロオレフィンポリマ
ー、ポリアミド、ポリエーテルスルホン、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート等
を用いることができる。また、これらのフィルムは水蒸気バリア性、酸素バリア性を示す
酸化ケイ素といった金属酸化物、窒化ケイ素といった酸化窒化物やポリ塩化ビニリデン、
ポリ塩化ビニル、エチレン－酢酸ビニル共重合体鹸化物からなるバリア層が必要に応じて
設けられる。
【００１５】
  また、基板１の上には陽極としてパターニングされた画素電極２が設けられる。画素電
極２の材料としては、ＩＴＯ（インジウム錫複合酸化物）、ＩＺＯ（インジウム亜鉛複合
酸化物）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化アルミニウム複合酸化物等の透明電
極材料が使用できる。なお、低抵抗であること、耐溶剤性があること、透明性があること
などからＩＴＯが好ましい。ＩＴＯはスパッタ法により基板上に形成されフォトリソグラ
フィ法によりパターニングされライン状の画素電極２となる。
  そして、このライン状の画素電極２を形成後、隣接する画素電極の間に感光性材料を用
いて、フォトリソグラフィ法により絶縁層３が形成される。絶縁層３は、画素電極２上に
発光領域を画定する。
【００１６】
  本実施の形態における絶縁層３は、厚みが０．５μｍから５．０μｍの範囲にあること
が望ましい。また、絶縁層を隣接する画素電極間に設けることによって、各画素電極上に
印刷された正孔輸送インキの広がりを抑え、ディスプレイ化した際に正孔輸送層が絶縁層
上にあることによるリーク電流の発生を防ぐことができる。なお、絶縁層が低すぎるとイ
ンキの広がりを防止できずに絶縁層上に正孔輸送層が形成されることとなる。
【００１７】
  また、例えばパッシブマトリックスタイプの有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、画
素電極の間に絶縁層を設けた場合、絶縁層を直交して陰極層を形成することになる。この
ように絶縁層をまたぐ形で陰極層を形成する場合、絶縁層が高すぎると陰極層の断線が起
こってしまい表示不良となる。絶縁層の高さが５．０μｍを超えると陰極の断線が起きや
すくなってしまう。
【００１８】
  また、絶縁層を形成する感光性材料としてはポジ型レジスト、ネガ型レジストのどちら
であってもよく、市販のもので構わないが、絶縁性を有する必要がある。なお、隔壁が十
分な絶縁性を有さない場合には隔壁を通じて隣り合う画素電極に電流が流れてしまい表示
不良が発生してしまう。具体的にはポリイミド系、アクリル樹脂系、ノボラック樹脂系、
フルオレン系といったものが挙げられるが、これに限定するものではない。また、有機Ｅ
Ｌ素子の表示品位を上げる目的で、光遮光性の材料を感光性材料に含有させても良い。
【００１９】
  また、絶縁層３を形成する感光性樹脂はスピンコーター、バーコーター、ロールコータ
ー、ダイコーター、グラビアコーター等の塗布方法を用いて塗布され、フォトリソグラフ
ィ法によりパターニングされる。また、感光性樹脂を用いずにグラビアオフセット印刷法
、反転印刷法、フレキソ印刷法等を用いて絶縁層を形成してもよい。
【００２０】
  以上のようにして絶縁層３を形成した後、次に正孔輸送層４を形成する。正孔輸送層４
を形成する正孔輸送材料としては、ポリアニリン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリビ
ニルカルバゾール（ＰＶＫ）誘導体、ポリ（３，４―エチレンジオキシチオフェン）（Ｐ
ＥＤＯＴ）等が挙げられる。これらの材料は溶媒に溶解または分散させ、正孔輸送材料イ
ンキとなり、本実施の形態による凸版印刷方法を用いて形成される。なお、形成される正
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孔輸送層の体積抵抗率は発光効率の点から１ｘ１０６Ω・ｃｍ以下のものが好ましい。
【００２１】
  また、正孔輸送材料を溶解または分散させる溶媒としては、例えば、トルエン、キシレ
ン、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタ
ノール、エタノール、イソプロパノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、
ポリエチレングリコール、グリセリン、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソプロピル、酢
酸メチルセロソルブ、酢酸エチルセロソルブ、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブ
チルセロソルブ、乳酸エチル、エチレングリコールジエチルエーテル、1－プロパノール
、メトキシプロパノール、エトキシプロパノール、水等の単独またはこれらの混合溶媒な
どが挙げられる。また、必要に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸
収剤等が添加されていても良い。
【００２２】
  図２は正孔輸送材料からなる正孔輸送インキを、画素電極、絶縁層が形成された被印刷
基板上にパターン印刷する際の凸版印刷装置の概略を示している。
  図示のように、本装置は、インクタンク１０と、インキチャンバー１２と、アニロック
スロール１４と、凸版が設けられた版１６がマウントされた版胴１８を有している。イン
クタンク１０には溶媒で希釈された正孔輸送インキが収容されており、インキチャンバー
１２にはインクタンク１０より正孔輸送インキが送り込まれるようになっている。アニロ
ックスロール１４はインキチャンバー１２のインキ供給部に対して回転可能に支持されて
いる。
【００２３】
  アニロックスロール１４の回転に伴い、アニロックスロール表面に供給された正孔輸送
インキのインキ層１４ａは均一な膜厚に形成される。このインキ層はアニロックスロール
に近接して回転駆動される版胴１８にマウントされた版１６の凸部に転移する。
  平台２０には、画素電極および絶縁層が形成された被印刷基板２４が版１６の凸部によ
る印刷位置にまで図示しない搬送手段によって搬送されるようになっている。そして、版
１６の凸部にあるインキは、本発明の所定の半乾燥に施された後、被印刷基板２４に対し
て印刷され、必要に応じて乾燥工程を経て被印刷基板上に正孔輸送層が形成される。
【００２４】
  なお、本例では凸版に使用した感光性樹脂凸版は水現像タイプのものを使用した。感光
性樹脂版には、露光した樹脂版を現像する際に用いる現像液が有機溶剤である溶剤現像タ
イプのものと現像液が水である水現像タイプのものがある。一般に溶剤現像タイプのもの
は水系のインキに耐性を示し、水現像タイプのものは有機溶剤系のインキに耐性を示す傾
向があるが、この限りではなく、正孔輸送インキに耐性を持ったものであれば、いずれの
樹脂凸版も用いることができる。
【００２５】
  また凸版の凸部と凹部、つまりインキが転移されない部分の深さの差は４０μｍ以上で
あることが好ましい。これより凸部と凹部との差が小さいと、印刷条件によっては凸部だ
けでなく、凹部までも基板に接触してしまい、余計な部分にインキが転写してしまいリー
ク等の不具合が発生するためである。
【００２６】
  次に、樹脂凸版の硬度は４５～９０度（ショアＡ）、１８～７５度（ショアＤ）である
ことが好ましい。硬度が４５度未満（ショアＡ）であると、印圧に対するマージンが狭く
画線がよれたりつぶれたりしてしまい、均一なパターン形成をすることが非常に難しくな
ってしまうためである。また、７５度（ショアＤ）より大きい場合では、パターン形成に
適切な印圧が高くなりすぎ、基板や絶縁層に負荷がかかりすぎ、ワレやひずみ、キズを生
じてしまう危険があるからである。
【００２７】
  また、相対湿度４０～５０％、温度２３～２６℃の条件下において、正孔輸送インキの
粘度は１０～３０ｍＰａ・ｓであることが好ましい。これは、本実施の形態で用いる凸版
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印刷法ではアニロックスから凸版上へのインキの転写が最初に行われるが、３０ｍＰａ・
ｓを超える粘度ではアニロックスから凸版上へインキが転写した後、凸版上で十分インキ
がレベリングせず、ムラの原因になる。
【００２８】
  また、上記相対湿度および温度条件下において、正孔輸送インキの固形分濃度としては
０．５～４．０重量％であることが好ましい。これは、本実施の形態で用いる正孔輸送イ
ンキでは、４．０重量％超の濃度ではインキの安定性が悪くなり、インキ凝集や正孔輸送
層のムラの原因になるからである。
【００２９】
  また、上記相対湿度および温度条件下において、正孔輸送インキの蒸気圧としては０．
１～２０ｋＰａであることが好ましい。これは、本実施の形態で用いる凸版印刷法ではア
ニロックスから凸版上へのインキの転写が最初に行われるが、２０ｋＰａ超の蒸気圧では
アニロックスから凸版上へインキが転写した後、凸版上でインキの乾燥が速すぎて、転写
不良を起こし、ムラの原因になるからである。
【００３０】
　また、半乾燥後における正孔輸送インキの濃度が５～３０重量％、粘度が３０～１００
ｍＰａ・ｓであることが好ましい。３０ｍＰ・ｓ未満の粘度では、絶縁層へのぬれ上がり
を抑えることができず、絶縁層と画素電極が接する縁部において厚膜化を引き起こし、発
光ムラや輝度低下の原因になる。
【００３１】
  次に、以上のような正孔輸送層４の形成後、有機発光層５を形成する。有機発光層は電
流を通すことにより発光する層であり、有機発光層を形成する有機発光材料は、例えば、
クマリン系、ペリレン系、ピラン系、アンスロン系、ポルフィレン系、キナクリドン系、
Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系、ナフタルイミド系、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置
換ピロロピロール系、イリジウム錯体系等の発光性色素をポリスチレン、ポリメチルメタ
クリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に分散させたものや、ポリアリーレン
系、ポリアリーレンビニレン系やポリフルオレン系の高分子材料が挙げられる。
【００３２】
  これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機
発光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソー
ル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等の単独またはこ
れらの混合溶媒が挙げられる。中でも、トルエン、キシレン、アニソールといった芳香族
有機溶剤が有機発光材料の溶解性の面から好適である。また、有機発光インキには、必要
に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されても良い。
【００３３】
  有機発光層５の形成方法としては、凸版印刷法を用いる場合は、有機発光インキに適し
た樹脂凸版を使用することができ、中でも水現像タイプの感光性樹脂凸版が好適である。
【００３４】
　有機発光インキを印刷する際の印刷方法は、正孔輸送層印刷と同様に行うことができる
。
【００３５】
  次に、以上のような有機発光層５の形成後、対向電極６を画素電極のラインパターンと
直交するラインパターンで形成する。この対向電極６の材料としては、有機発光層の発光
特性に応じたものを使用でき、例えば、リチウム、マグネシウム、カルシウム、イッテル
ビウム、アルミニウムなどの金属単体やこれらと金、銀などの安定な金属との合金などが
挙げられる。また、インジウム、亜鉛、錫などの導電性酸化物を用いることもできる。対
向電極の形成方法としてはマスクを用いた真空蒸着法による形成方法が挙げられる。
【００３６】
　なお、本実施の形態の有機ＥＬ素子は、陽極である画素電極と陰極である対向電極の間
に陽極層側から正孔輸送層と有機発光層を積層した構成であるが、陽極層と陰極層の間に
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おいて正孔輸送層、有機発光層以外に正孔ブロック層、電子輸送層、電子注入層といった
層を必要に応じ選択した積層構造をとることができる。また、これらの層を形成する際に
も本発明の方法を使用できる。
【００３７】
  最後に、これらの有機ＥＬ素子を、外部の酸素や水分から保護するために、ガラスキャ
ップ７と接着剤８を用いて密閉封止し、有機ＥＬディスプレイパネルを得ることができる
。また、基板が可撓性を有する場合には、封止剤と可撓性フィルムを用いて封止を行って
も良い。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例および比較例によりさらに説明するが、本発明は下記例に制限さ
れるものではない。
【００３９】
実施例１
  まず、３００ｍｍ角のガラス基板の上に、スパッタ法を用いてＩＴＯ（インジウム-錫
酸化物）薄膜を形成し、フォトリソグラフィ法と酸溶液によるエッチングでＩＴＯ膜をパ
ターニングして、対角５インチサイズのディスプレイが２面取れるように画素電極を形成
した。ディスプレイ１面当たりの画素電極のラインパターンは、線幅４０μｍ、スペース
２０μｍでラインが１９５０ライン形成されるパターンとした。
【００４０】
  次に絶縁層を以下のように形成した。まず、画素電極を形成したガラス基板上にアクリ
ル系のフォトレジスト材料を全面スピンコートした。スピンコートの条件を１５０ｒｐｍ
で５秒間回転させた後、５００ｒｐｍで２０秒間回転させ１回コーティングとし、絶縁層
の高さを１．５μｍとした。全面に塗布したフォトレジスト材料に対し、フォトリソグラ
フィ法により画素電極の間にラインパターンを有する絶縁層を形成した。
【００４１】
  次に、正孔輸送インキとしてＰＥＤＯＴ溶液であるバイトロンＣＨ―８０００を用いて
調液しインキの固形分濃度１．５％、相対湿度４５％、温度２５℃の条件下、粘度１５ｍ
Ｐａ・ｓ、蒸気圧１．１ｋＰａのインキを用意した。インキ及び版を用いて相対湿度４５
％、温度２５℃の条件下において、アニロックスロールからうけとったインキを版の上で
１５秒間の半乾燥する時間を設け、凸版印刷法にて絶縁層間に正孔輸送層を形成した。
　なお、半乾燥後の正孔輸送インキの固形分濃度は７．５重量％、粘度は４５ｍＰａ．ｓ
であった。
　印刷には１８０線／インチのアニロックスロールを使用し、印刷後、２００°Ｃ、３０
分大気中で乾燥を行い正孔輸送層を形成した。このときの膜厚は５０ｎｍとなった。そし
て、形成された正孔輸送層に対し、パターニング状態の確認を行った。
【００４２】
  次に、有機発光材料であるポリフェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるようにトル
エンに溶解させた有機発光インキを用い、絶縁層に挟まれた画素電極の真上にそのライン
パターンにあわせて有機発光層を凸版印刷法で印刷を行った。このとき１５０線／インチ
のアニロックスロール及び水現像タイプの感光性樹脂版を使用した。この結果、印刷、乾
燥後の有機発光層の膜厚は８０ｎｍとなった。
【００４３】
  その上にＣａ、Ａｌからなる陰極層を画素電極のラインパターンと直交するようなライ
ンパターンで抵抗加熱蒸着法によりマスク蒸着して形成した。最後にこれらの有機ＥＬ素
子を、外部の酸素や水分から保護するために、ガラスキャップと接着剤を用いて密閉封止
し、有機ＥＬディスプレイパネルを作製した。
  これにより得られた有機ＥＬディスプレイパネルの表示部の周辺部には各画素電極に接
続されている陽極側の取り出し電極と、陰極側の取り出し電極があり、これらを電源に接
続することにより、得られた有機ＥＬディスプレイパネルの点灯表示確認を行い、発光状
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【００４４】
実施例２
　正孔輸送インキの粘度１５０ｍＰａ・ｓとした以外は実施例１と同様とした。
【００４５】
実施例３
　正孔輸送インキの蒸気圧が０．０５ｋＰａとした以外は実施例１と同様とした。
【００４６】
実施例４
　半乾燥する時間を２秒間とした以外は実施例１と同様とした。
【００４７】
比較例１
　半乾燥時間を設けない以外は実施例１と同様に行った。
【００４８】
  以上のような実施例１～４及び比較例１での正孔輸送層のラインパターン形状の評価結
果と、作製した有機ＥＬディスプレイの表示状態の評価結果を下記の表１に示す。
【００４９】
[表１]

【００５０】
　表１の結果から分かるように、比較例に比べて本発明の実施例で良好な結果が得られる
ことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明の有機ＥＬ素子は、発光ムラや輝度低下をなくした均一性の良い表示を行うこと
ができるので、有機ＥＬディスプレイパネルに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施の形態による有機ＥＬパネルにおける有機ＥＬ素子の構造を示す断
面図である。
【図２】本発明の実施の形態における凸版印刷装置の概要を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
  １……基板、２……画素電極、３……絶縁層、４……正孔輸送層、５……有機発光層、
６……対向電極、７……ガラスキャップ、８……接着剤、１０……インクタンク、１２…
…インキチャンバー、１４……アニロックスロール、１４ａ……インキ層、１６……版、
１８……版胴、２０……平台、２４……被印刷基板。
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